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芯联集成电路制造股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2026-004 

 

投资者关系活动类

别 

 

特定对象调研 ☐分析师会议 

☐媒体采访 ☐业绩说明会 

☐新闻发布会 ☐路演活动 

☐现场参观 

☐其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及人

员姓名 

长江证券、广发证券、中信证券、中信建投证券、国信证券、申万证券、

UBS、Morgan Stanley、华泰柏瑞基金、高毅资产、新华养老保险、南方基

金、平安基金、华安基金、银河基金、兴业基金、景顺长城基金、泓德基

金、淡水泉、Millennium、Point72等两百余家机构 

时间 2026年8月10日  

地点 线上会议 

上市公司接待人员

姓名 

董事长、总经理：赵奇 

财务负责人：王韦 

董事会秘书：张毅 

芯联动力董事长：袁锋 

 

 

 

投资者关系活动

主要内容介绍 

一、公司管理层介绍相关情况 

    2026年上半年公司实现营业收入45.62亿元，同比增长30.53%；毛利率

12.71%，同比提升9.17个百分点；归母净利润2.78亿元，同比增长263.40%，

实现扭亏为盈。 

    公司布局MEMS、功率、模拟IC、MCU、光互连（InP/SiPh/SiGe）等技术

平台，深度开发AI、车载、工控、高端消费四大赛道优质客户，持续提升产

线稼动水平与批量交付保障能力，四大应用领域共同构筑公司发展基石,核心

业务营收快速增长。其中： 

    （1）AI业务营收同比增长84.31%，在AI基建和光互连领域，公司布局了

完整的技术平台和产品矩阵；在AI终端方面，构筑了从环境感知到供电保障

的完整链路能力； 

    （2）车载业务作为公司核心业务基本盘，依托市场和技术的先发优势，

业务规模持续做大，收入同比增长3.53%。公司产品覆盖主驱、OBC（车载充



电机）、底盘、车身、热管理等，覆盖国内九成以上新能源车企。 

    （3）高端消费电子营收同比增长31.76%，公司产品已覆盖MEMS麦克风、

激光雷达驱动芯片VCSEL光源、IMU运动传感芯片等，从环境感知到稳定供

电，相关产品已嵌入多种AI终端设备； 

    （4）工控业务营收同比增长21.29%，光伏、储能混碳功率模块、工商业

储能模块已批量交付。 

    得益于公司核心产品市场需求持续旺盛、产能利用率稳步提升以及新客

户、新订单的持续落地，公司前期在产能建设、产品布局等方面的投入正逐

步转化为经营成果，规模化效应开始集中显现。公司毛利率的显著改善主要

源于以下几个方面的协同驱动：一是产品结构持续优化，高附加值产品占比

逐步提高；二是生产运营效率提升，精益管理和精益生产效能显现；三是产

能利用率提升带来的单位固定成本摊薄效应。 

    公司已从“规模建设”进入“利润释放”的良性通道，盈利能力仍将继

续提升。 

 

   二、交流环节   

   1、公司对功率模拟业务在Q3进行了涨价，目前涨价的具体落实情况，对

于市场需求持续性和未来涨价节奏如何判断？ 

    公司于三季度对MOSFET、IGBT、碳化硅、模拟芯片等全品类产品启动调

价，整体调价区间为15%-25%。目前各业务板块涨价已全面落地执行，综合实

际落地幅度约15%。基于公司产品交付周期，涨价带来的营收与毛利弹性将从

三季度开始，四季度释放。 

    本次调价基于行业结构性紧缺叠加成本刚性上涨的双向驱动：一方面AI

服务器、新能源汽车等高景气下游需求持续爆发，叠加国内功率模拟芯片国

产化替代加速，行业需求整体呈现明确的供不应求格局；另一方面上游贵金

属、关键原材料成本持续上行，制造端成本压力凸显。本轮行业景气和以往

消费电子、传统汽车驱动的短周期复苏有本质区别，核心驱动力来自AI数据

中心等基建的长期建设，具备建设周期长、资本开支稳定、需求持续放量的

特征。功率模拟芯片行业中长期需求增长逻辑清晰，高景气度具有可持续

性。公司将持续以创新推动产品竞争力提升，同时也将根据市场情况，适

时、动态调整价格体系。 

 

    2、上半年公司毛利率12.71%，尤其是Q2环比大幅提升，请问毛利率提升

的主要驱动因素有哪些，以及对于下半年和明年毛利率趋势的判断？ 

   上半年公司毛利率达到12.71%，较上年同期大幅提升9.17个百分点。公司



毛利率的显著改善主要源于以下几个因素： 

  （1）公司持续推进产品结构优化升级，加大高附加值、高技术含量产品的

研发与市场拓展：基于核心产品线优势，继续延伸拓展系统方案能力，形成

汽车（包含电驱、电源、电池管理、底盘、热管理、灯、车身控制等）、AI

数据中心（电源、光互连等）、工控、高端消费等领域的系统方案全覆盖；

（2）有效落实供应链管控与精益生产管理等降本增效措施，同时公司积极布

局“AI in All”策略，聚焦高价值、可落地项目，将人工智能作为驱动业务

增长与组织进化的核心引擎，同步提升管理和组织协同效能：在产品端，全

方位布局AI相关产品及应用；在管理和生产端，使用AI作为精益管理和生产

管控的辅助手段。（3）成熟产线产能利用率保持高位，产能充分释放摊薄了

单位固定成本，规模效应快速显现：上半年公司晶圆产量148万片（折合8英

寸），同比增长28.86%。  

    随着下半年涨价落地将带来毛利率弹性，且收入逐季增长带来的规模效

应将进一步推动公司综合毛利率持续温和提升。 

 

   3、公司作为国内SiC器件实力最强的一家公司，如何看待SiC在SST的市场

空间，目前公司有哪些最新进展？ 

   从市场空间来看，伴随全球AI基建高速迭代，数据中心供电架构迎来颠覆

性升级。10kV-35kV中压输入、800V HVDC直流输出已成为下一代AI数据中心

供电的主流标准。高压SiC器件占SST整机价值量接近40%，SST市场将成为SiC

的下一个高增长市场。 

    目前，芯联集成的3300V SiC已向核心客户送样验证，可实现系统级BOM

成本降低20%-35%，为固态变压器向更高开关频率、更小体积和更高转换效率

演进提供核心器件支撑，填补了国内高压SiC器件在固态变压器核心功率级应

用中的关键空白。 

    同时公司正持续迭代完善SST场景专用高压产品与工艺梯队，已完成650V

至3300V全电压段SiC MOSFET产品布局，并已开展对6.5kV、10kV碳化硅产品

的研发。 

   依托深厚的技术储备和客户先发优势，公司将充分受益行业红利，持续抢

占高压SiC核心市场份额。 

 

    4、公司在碳化硅业务上的增长预期、产能规划，以及碳化硅产品的进展

情况？同时，公司如何看待碳化硅产品涨价后，市场是否会倾向于选择硅基

产品？ 

    2026年公司在碳化硅业务的营收将有大幅的增长，其中增量来自出货量



的提升和价格的上涨。目前公司6寸碳化硅月产能9000片，8寸碳化硅月产能

7000片。为了保证客户的供给，公司8寸产线计划扩产至1.5万片/月。目前公

司第四代碳化硅芯片已于2026年二季度实现量产，同时已布局650V-3300V全

电压段产品，3300V产品也已送样核心客户。 

   碳化硅产品大规模应用，包含了（1）车载应用领域的大规模应用：汽车

平台从400V向800V转换。800V平台对能源转换效率有明显提升，同时节省成

本、提升续航里程，以及解决充电速度的问题；（2）AI应用领域的应用：从

SST到柜内一次、二次、三次电源的应用等。随着碳化硅产品应用市场的快速

打开，从主驱到充电，从光伏、储能到AI，碳化硅的需求在更快速的增长，

将带来产能的供不应求。 

   鉴于目前市场的需求带来整体功率器件的涨价，碳化硅产品涨价的同时，

硅基产品价格也有一定幅度的提升，因而碳化硅产品与硅基产品的市场需求

的相对状态并没有发生明显变化。 

 

    5、公司四期项目在光芯片进行全面布局，请问公司切入光芯片市场的动

机，有哪些优势，拟达到的目标，以及目前最新的研发、产品、项目建设的

最新进展如何？ 

    从业务来看，AI算力高速爆发驱动数据中心光互连持续迭代，800G已规

模上量、1.6T加速渗透，高端光芯片已成为算力升级的核心瓶颈。国内光芯

片产业目前普遍存在光电工艺割裂、一体化代工能力薄弱、高端产能紧缺的

问题，国产化替代机遇明确。 

    芯联集成完整布局VCSEL+InP+硅光+TFLN+SiGe+MEMS OCS，构建从有源芯

片到硅光芯片、再到配套电芯片以及异质集成的完整光互连技术平台，在AI

数据中心光互连供应链中占据卡位优势。 

    其中：①12英寸硅光工艺以及90/55nm锗硅工艺，依托低损耗、高带宽的

特质，可以支撑800G、1.6T及更高规格光模块对于硅光芯片、跨阻放大器芯

片的工艺需求；②性能优异的SOI BCD平台凭借突出的抗干扰能力与稳定性，

适配光通信领域高压、高精度、高集成度的光路控制芯片开发；③BCD高性能

电阻工艺具备优秀的低噪声优势，可满足光通信运算放大芯片对于精密性能

的严苛要求。 

    目前，公司光芯片业务已实现阶段性突破：主流数据中心硅光芯片已经

实现规模化稳定量产；适配AI数据中心的交换芯片和VCSEL芯片完成验证，迈

入小批量试制阶段。 

      当前，四期项目的土建已开始，预计2027年底开始投产，2028年光芯

片业务将逐步放量。凭借稀缺的光电一体化工艺技术壁垒，公司致力于成为



国内高端光芯片代工的核心主力之一。 

关于本次活动是否

涉及应披露重大信

息的说明 

本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 

附件清单（如有） 无 

日期 2026年8月10日 

 


